
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめに 

近年、光通信網の大容量化及び高速化の要求が高まり、光ファ

イバアレイ型の光デバイスが注目されている。一般にこのような

複数本の光ファイバのアライメントにはＶ溝基板が用いられてお

り、その作製は、主に板状材料の切削加工や、プレス加工あるい

は異方性エッチング加工等が用いられている。これらは厳しい寸

法精度を満足するため、多くの複雑な加工工程を必要としている。

今回、筆者らは、Ｖ溝部を切削加工したガラスプリフォームを線

引き加工することで、安価で高精度のＶ溝基板を作製したので報

告する。 

 

線引き成形方法 

ガラスプリフォームの一面にＶ溝を切削加工で作製した後、線

引き加工をしてＶ溝基板を作製する精密熱加工技術を確立した。 

線引き加工中にプリフォームの形状を崩さない制御方法を考案

し、高精度のＶ溝基板を作製することが出来た。さらにプリフォ

ームの送り速度、成形された長尺のＶ溝基板の線引き速度を一定

に制御することで、目的の寸法のＶ溝基板を連続して作製した。 

さらに、２５０μｍ間隔のＶ溝基板の作製中に線引き速度を上げ

て、１２７μｍ間隔に変更させることができた。 

また、Ｖ溝基板は線引き加工によって縮小されるため、プリフ

ォームは、特別に高精度な切削機を使用した精密加工する必要が

ないことも特徴の一つである。 

このように線引き加工では、Ｖ溝間隔を任意に変化させること

が可能なため、目的のＶ溝基板を高精度かつ安価に量産すること

が出来る。 

 
評価結果 

 図１は、製作した２５０μｍ間隔のＶ溝写真である。        

図２～３に示すようにこのような線引き加工によって作製した 

１２７μｍ間隔と２５０μｍ間隔の８芯Ｖ溝基板の形状を測定し

た結果、ファイバコア中心座標間隔と高さ方向の精度は、共に±

０．５μｍ以内と良好な結果を得ることが出来た。 

 

まとめ 

線引き加工によってＶ溝間隔、ファイバコアの高さのずれは、

共に±０．５μｍ以下と高精度なＶ溝基板が安価に作製可能なこ

とが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 線引き加工で作製したＶ溝基板の外観 

図２ 127μｍ間隔V溝基板の形状測定結果 

図３ 250μｍ間隔V溝基板の形状測定結果 
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